（V3Q3）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	共用1
	Case4-AD102-Riser-V4-Cu_NM-客户规格暨出厂检验规范（WinWay）
	20250630
	V3Q3-004

	共用2
	WinWay-Riser加工检验标准与量测手法_(Scy_C)0604 Rev 2025.6.4
	20250630
	V3Q3-004

	共用3
	ATE PCB暨SMT检验标准规范
	20250710
	V3Q3-002

	共用4
	PCB 供应商检验规范（MPI）
	20250711
	V3Q3-001

	共用5
	PCB 供应商检验规范（博磊）Rev 2024.6.3
	20250711
	V3Q3-003

	共用6
	WinWay-Riser加工检验标准与量测手法（补充电测要求）
	20250719
	V3Q3250701


备注：更新的内容以蓝色字体显示
共用部分：

1.Case4-AD102-Riser-V4-Cu_NM-客户规格暨出厂检验规范（WinWay）
	Customer iQC items
客户要求
	Spec.
要求
	Acceptable tolerance
允收公差
	Description
说明
	备注

	PCB Size
PCB尺寸
	61*61mm
	+/-0.1mm
	
	能力无法满足时提出EQ

	PCB Thickness
PCB厚度
	3mm
	+/-0.15mm
	
	/

	BGA pad size Top(Wafer side) & tolerance
顶层BGA PAD尺寸和公差
	0.45mm
	+/-0.05mm
	Solder mask defined
	/

	BGA pad size Bot(Tester side) & tolerance
底层BGA PAD尺寸和公差
	0.6mm
	+/-0.05mm
	Copper defined
	/

	Min. pad size
最小焊盘尺寸
	0.305mm
	+/-0.05mm
	多数摆放于板边，少数放置于BGA内
	/

	All pad size tolerance精度
焊盘尺寸公差
	
	≦50μm
	
	/

	PCB warpage
PCB翘曲度
	＜2.2mils/inch
	0.22%
	整板弯翘要求为千分之2.2
	/

	BGA Ball pitch control
	0.8mm
	+/-0.015mm
	Top side & Bot side, 蚀刻完的pitch公差只允许在+/-0.015mm以内
	/

	BGA area flatness
BGA区域平整度
	
	≦50μm
	此金属基板整片都属于BGA area
	能力无法满足时提出EQ

	Flatness 平面度 BGA (Wafer side & Tester side)
BGA区域平整度
	
	≦50μm
	Top side & Bot side
	能力无法满足时提出EQ

	Layer count
层数
	6L THV(PTH)
	
	
	/

	Stack up
叠层
	
	
	Stack up可依据兴森建议，但表层至少1oz Cu, 总厚度需依照3mm与要求的公差管控
	/

	基材厚度
	
	≦50μm
	
	/

	Material
材料
	
	
	HL832NSF typeLCA + Cu core
	/

	Via in Pad (须作树脂塞孔)
盘中孔
	
	
	塞孔不可有气泡与凹陷，并须作盖帽铜，盖帽铜厚度可依据兴森建议0.6mil，但表铜铜厚须维持贵司提供叠构数据1.8mil
	客户未提供覆盖铜及面铜厚度时提出EQ

	表面处理(化金)
	6~8u"
	
	镍厚度客户规格是150~250u"，我建议要直接做到＞200u"
	/

	双面文字
	白漆文字
	
	文字不可印糊，不可盖上pad
	/

	沉头孔 Bottom_tester side (孔深公差)
	
	+/-1mil
	可依据兴森建议
	以客户图纸为准，若超过能力则EQ确认。

	沉头孔 Bottom_tester side (孔宽公差)
	
	+/-0.05mm
	
	/

	防焊漆
	蓝色
	
	
	/
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厚度均匀要求 (如下图黄色4点厚度)
	max值-min值≦50μm
	
	依据分离卡top & bottom纯防焊漆夹持量测), max值-min值≦50μm (务必量测通过才能出货)
	板厚公差要求
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厚度均匀要求 (如下图粉红色4点厚度)
	max值-min值≦50μm
	
	比侧仪打在BGA pad上，max值-min值≦50μm  (务必量测通过才能出货)
	板厚公差要求

	线宽线距公差需≦10%
	
	
	
	


WinWay-Riser加工检验标准与量测手法_(Scy_C)
	序号
	内容
	工程要求

	
	项目
	区域
	规格条件要求
	量测手法
	

	1
	基材厚度
	基材绿漆
	依设计提供之规格
	四角绿漆厚度最大值-最小值
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提供板厚测量图纸，并标点1-8（蓝色区域1-4，黄色区域5-8，四边各标一个）。

	2
	厚度
	BGA区绿漆
	依设计提供之规格
	BGA区域四角绿漆厚度最大值及最小值
	

	3
	BGA尺寸
	Wafer Side
Tester Side
	依设计提供之规格
	九宫格抽9点
	若客户无提供规格，则务必EQ确认

	4
	BGA平面度
	Wafer Side
Tester Side
	依设计提供之规格
	九宫格平均抽16点
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提供平整度测量图纸，需≦50μm。

	5
	BGA正位度
	Wafer Side
Tester Side
	依设计提供之规格
	全检
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提供图形精度测量图纸，取BGA四角位置各一个焊盘，标注焊盘中心到中心设计尺寸值及公差。如客户没给，必须EQ确认公差是否按±50μm。（下图为示意图，执行时需取4点）

	6
	BGA间距
	Wafer Side
Tester Side
	依设计提供之规格
	九宫格抽9点
	PAD须尽量为圆形，削盘必须EQ确认。

	7
	如客户对PCB长宽、厚度、BGA尺寸、BGA平面度（平整度）、BGA正位度（图形精度）、BGA间距无标准要求，需EQ确认。


ATE PCB暨SMT检验标准规范

	规范类别
	规格要求说明
	图示
	备注

	外型尺寸
	PCB Outline尺寸公差须依据客户规范(请主动询问客户)，客户无规范则可依据厂内标准。
	N/A
	/

	
	PCB厚度公差须依据客户规范(请主动询问客户)，客户无规范则可依据厂内标准。
	N/A
	/

	板弯翘
	1. 一般的Probe card/Load board等ATE案件皆为0.22%；若客户有指定规格，则依客户规格为主
2. 其余产品依据各项目之客户定义规格
3. 客户未定义规格，则依据厂内规范0.5%
	N/A
	/

	平整度
	DUT(BGA)区域平整度需≦50um
若客户有指定规格，则依客户规格为主
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DUT(BGA)区域
	客户未提供要求时EQ确认，优先按客户要求为准。

	
	1.提供平整度测量图纸；
2.DUT区域平整度检测须以阵列方式抓取周围+中间区域量测点。依DUT/BGA区域面积，量测点最少须9点(周围8+中间1)，面积越大则量测位置点数需越多。
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	/

	
	其余区域平整度依不同客户案件规格为主
	N/A
	

	钻孔
	孔铜厚度需依照客户要求，若客户无要求则至少≧0.8mil
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	按客户孔铜规格即可

	线路
	线宽/距公差≦10% (阻抗线须满足阻抗公差为优先)
	N/A
	/

	
	Tenting制程之线宽底层需≧min.线宽要求
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	按文字描述为准，线宽统一量测底层位置

	
	
	    OK            NG
	

	表面处理
	1. 金/镍厚须依据客户规格制作
2. DUT(BGA)区域需以厚金制作，金厚≧30u”, 镍厚120~240u”
3. 若客户未定义，则依据以下：
化金：金厚须管控在3~5u”, 镍厚120~240u”
镀金：金厚须管控在≧30u”, 镍厚120~240u”
	N/A
	/

	防焊
	防焊漆厚度需符合客户规格
若客户无指定规格，则可以IPC class3规格制作
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OK
	/

	
	
	过薄NG
	


4.PCB 供应商检验规范（MPI）

	章节
	名称
	内容
	备注

	3
	内容
	3.1.2识别与追溯性要求
	3.1.2.1 每片 PCB 上均需标示(捺印)可识别制作周期及唯一序号，不可重复。
3.1.2.2 请勿使用标签纸粘贴于 PCB 上，识别码不可因人为因素脱落(遗失)或模糊不清无法追溯。
3.1.2.3 制造商或供应商去识别化。
	3.1.2.3：不能添加让终端能识别出FP的logo或UL编号

	
	
	3.3 检测方法
	3.3.4厚度
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3.3.4.1 厚度包含绿漆、捺印文字及 Pad：首先，将比测仪于大理石平台归零 (如图五)，将探头移到 PCB 上(含 Pad)；于该量测点旁施力往下压(如图六所示)，所测得之即为 PCB 板厚度，此法重覆量测 4~8 点。
3.3.4.2 厚度不包含绿漆、捺印文字及 Pad：此厚度于 MPI 无法量测，供应商需检附此厚度量测结果并于出货报告备注：厚度不包含绿漆、捺印文字及Pad。
	当客户在制板说明中未指示板厚量测包含的叠构时，EQ提出。

	
	
	
	3.3.5特性阻抗测试取样方法
	3.5.1 每一层信号走线层抽验最少 4 条信号线的阻抗。如同一层有双讯号；即同时有单端讯号及差动讯号，请分别抽测 4 点量测；亦即单端讯号抽 4点，差动讯号抽 4 点。
	1.如板内无法测量的部分需要使用coupon测量；
2.需加阻抗测试coupon

	

	表1 检验项目及规格

	项次
	检验项目
	检验内容
	规格
	备注

	1
	机械尺寸
	孔径尺寸
	依 Gerber 要求。
	/

	
	
	皿/沉头孔
	1. 依 Gerber 要求。
2. 若因设计因素，沉头孔与板边较近(＜2.5mm) ，会造成板边缘破裂风
险，请与 MPI 确认。
	/

	
	
	外形/尺寸
	依照客户或 MPI Gerber 要求
	/

	
	
	板厚
	1.依照客户或 MPI Gerber 要求
2.板厚厚薄差（最厚-最薄）≦0.3mm
	按客户要求，能力无法满足时提出EQ

	
	
	平坦度 
(水平)
	1. 外圈水平规格：
1.1. 圆板直径×2mil/inch。
1.2. 长方形板以短长边×2mil/inch。
2. 内圈水平规格：
2.1. 当配线禁止带的窗格网印为长方形、菱形与椭圆形时，以其量测的
长边×2mil/inch。
2.2. 当为圆形与正方形时以直径×2mil/inch。
3. 内圈为 BGA 形式时，水平规格≦50um。
	/

	
	
	板翘(曲)
	1. 板翘(曲)规格：
1.1. 一般规格：T 为 2.2 mil/inch 内。
1.2. Direct Ducking Board 规格：T 为 3mil/inch 内。
1.3. 二压板(二次压合板)规格:T 为 3.5mil/inch 内。
2. 板翘(曲)计算公式，依据如下 PCB 型式：
2.1. 圆形板规格 : L×T(L 为板子直径距离)。
2.2. 长方形板规格 : L×T(L 为板子短边距离)
	/

	
	
	Guide Hole
	依机构图标示之位置及尺寸大小。
	/

	
	
	BGA
	1. Pad size 与 Opening size 规格，依 Gerber 要求。
2. Pitch 规格依 Gerber 要求。
	/

	2
	电性测试
	特性阻抗
量测
	1.单端讯号阻抗公差: 依 Gerber 要求。
2.差动讯号阻抗公差:依 Gerber 要求。
	/

	

	表2 认证 PCB 板检验项目及规格

	项次
	检验项目
	检验内容
	规格
	备注

	1
	基材
结构
	材料
	依Fab drawing或Gerber file要求，并提供使用材料Datasheet.
	

	
	
	铜箔厚度
(Copper Foil)
	依Fab drawing或Gerber file要求，否则内外层铜皮厚度规格如下:
1. 外层铜皮厚度：＞1 oz
2. 内层铜皮厚度：＞0.5oz
	当工程有疑问时EQ确认

	
	
	介层厚度
(Prepreg)
	1. 若有特性阻抗要求，须以符合阻抗设计为先。
2. 层与层之绝缘层依规格书或客户要求。
	/

	2
	信赖性
测试
	镀层
	依客户或MPI Gerber要求，若Gerber未指定依下述镀层厚规格要求
	/

	
	
	
	孔铜
	(1)各区域0.8mil以上;量测平均厚度在1mil以上
(2)盲孔局部区域0.7mil以上;量测平均厚度在0.8mil以上
(3)埋孔局部局域0.5mil以上; 量测平均厚度在0.6mil以上
	/

	
	
	
	镍
	量测平均值在150 µin以上
	/

	
	
	
	金
	(1)电镀金：量测平均值在15 µin以上
(2)化学金：量测平均值在3 µin以上.
	/

	
	
	
	防焊油墨
	(1)一般区域至少0.4mil以上
(2)Pad转角或独立线路至少0.2mil以上
	/

	
	
	介电质
耐电压
	(1)所施加电压之间距3mil以上; 电压500vdc (+15/-0)，时间30秒(+3/-0)
(2)所施加电压之间距3mil以下; 电压200vdc (+15/-0)，时间30秒(+3/-0)
	在耐电压测试工步进行备注测试参数：
(1)芯板厚度为3mil以上; 电压500vdc (+15/-0)，时间30秒(+3/-0)
(2)芯板厚度为3mil以下; 电压200vdc (+15/-0)，时间30秒(+3/-0)


5.PCB 供应商检验规范（博磊）

	3.5.3.1 PCB规格要求说明

	项次
	检验项目
	检验内容
	规格
	备注

	/
	/
	3.3识别与追溯性要求
	3.3.1 每片 PCB 上均需标示可识别制作周期及序号(手写编号于板边识别不可重复以利追溯)。
	此客户代码需添加板编号

	1
	机械尺寸
	孔径尺寸与公差
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1.导通孔(P.T.H)
注:若为DIP 零件孔，请偏上限，避免镀铜过厚造成 孔小，插件焊接作业困难。
	/
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2.非导通孔(non-PTH)
PS:N-PTH孔Tooling Hole请依Gerber要求。
	/

	
	
	皿/沉头孔
	1. 依 Gerber 要求。
2. 若因设计因素，沉头孔与板边较近(＜2.5mm) ，会造成板边缘破裂风
险，请与ZV 确认。
	按孔与板边距离＜2mm时和客户确认。

	
	
	外形/尺寸
	请依照 ZV 设计要求，若无规范请与 ZV 确认。
	/

	
	
	板厚
	1.请依照 ZV 设计要求，若无规范请与 ZV 确认。
2.板厚厚薄差（最厚-最薄）≦0.3mm；
	依客户要求，能力不满足时EQ提出沟通。

	
	
	平坦度 
(水平)
	1. 外圈水平规格：
1.1. 圆板直径×2mil/inch。
1.2. 长方形板以短长边×2mil/inch。
2. 内圈水平规格：
2.1. 当配线禁止带的窗格网印为长方形、菱形与椭圆形时，以其量测的
长边×2mil/inch。
2.2. 当为圆形与正方形时以直径×2mil/inch。
3. 内圈为 BGA 形式时，水平规格≦50um。
	/

	
	
	板翘(曲)
	1. 板翘(曲)规格：
依”PCB生产规格”(TE-4001)指示。
2. 板翘(曲)计算公式，依据如下 PCB 型式：
2.1. 圆形板规格 : L×T(L 为板子直径距离)。
2.2. 长方形板规格 : L×T(L 为板子短边距离)
范例:长方形板 PCB；最短边距离=17(inch)
 规格Specification =17x2(mil/inch)=34(mil) 
 规格Specification=17x2.2(mil/inch)=37.4(mil)
 规格Specification =17x3(mil/inch)=51(mil)
	/

	
	
	BGA
	1. Pad size 与 Opening size 规格，依 Gerber 要求。
2. Pitch 规格依 Gerber 要求。
	/

	(3)特性阻抗测试取样方法：
(3.1)每一层信号走线层抽验最少 4 条信号线的阻抗。如同一层有双讯号；即同时有单端讯号及差动讯号，单端讯号抽 4 点，差动讯号全检。
	1.如板内无法测量的部分需要使用coupon测量；
2.需加阻抗测试coupon

	3.5.3.3外观检测

	3
	外观检测
	孔
	沉头孔(皿头孔）加工面
	1. 依图面尺寸或Gerber信息检验。
2. 若 因 设 计 因 素 ， 沉 头 孔 与 板 边 较 近(<2.5mm) ，会造成板边缘破裂风险，请与ZV确认。
	/

	
	
	线路
	间距
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相邻两线路之间距 Pitch 必须在大于 3W。如有特别规定时，则依生产规格。
	依产品设计，按客户线宽规格管控

	
	
	镀金表面
(表面电镀)
	厚度
	镀金厚度依其生产 spec.规定，若没有则必须大于 25u” 以上。
	/

	3.5.3.4尺寸量测
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3.5.3.4.3 厚度：
(1)厚度包含绿漆、捺印文字及 Pad
首先，将千分表于大理石平台归零 (如图三)，将探头移到 PCB 上(含Pad)；于该量测点旁施力往下压(如图四所示)，所测得之即为 PCB 板厚度，此法重覆量测 4~8 点。
(2)厚度不包含绿漆、捺印文字及 Pad：此厚度于 ZV 无法量测，请出货供应商必 需检附此厚度量测结果并于出货报告备注：厚度不包含绿漆、捺印文字及 Pad。
	当客户在制板说明中未指示板厚量测包含的叠构时，EQ提出。
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3.5.3.4.4 平坦度量测：水平之量测，需分别量测外圈与内圈。
(1)外圈量测方式：
(1.1)检验仪器：花岗岩平台、数位千分表。
(1.2)抽样频率：PCB 正、反面各 8 点。
(1.3)判定基准：依照”PCB 生产规格” (TE-4001)进行确认。
(1.4)将 PCB 板放置在花岗岩平台上方，任取边缘 8 点(如图八)，并以第一点为基准点，将数位千分表归零(如图五)，重覆量取另外四点，并计算其(最大值减最小值)之值即为平坦度。(如图六和图七)以此范例之平坦度为：0.038-0.025=0.013mm。量测时需注意不可打在印刷字体或是 pad 上以避免造成量测失真。
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按客户要求提供测量图纸
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(2)内圈水平之量测：方法同外圈水平之量测方法，但量测范围乃是在配线禁止带内进行量测 5~8 个量测点。
(2.1)内圈如为 BGA 形式的量测：以阵列式的方式随机取 16+n 个 BGA 区中心点进行 Pad 平面度量测(不包含绿漆面)如图九所示。取点方式与量测位置。量测设备以符合此量测要求之设备进行 BGA 区平面度量测。
	按客户要求提供测量图纸

	附件
	/

	1
	基材
结构
(切片)
	材料
	依”PCB生产规格” (TE-4001)或客户指示另有规定。
	/

	
	
	铜箔厚度
(Copper Foil)
	除非”PCB生产规格” (TE-4001)或客户有规定，否则内外层铜皮厚度规格为：
1. 外层铜皮厚度：＞1 oz
2. 内层铜皮厚度：＞0.5oz
3. 依 GERBER 规范制作。
	当工程有疑问时EQ确认

	
	
	介层厚度
(Prepreg)
	1. 若有特性阻抗要求，须以符合阻抗设计为先。
2. 层与层之绝缘层依规格书或客户要求。
	/

	2
	信赖性
测试
	镀层
	依客户或MPI Gerber要求，若Gerber未指定依下述镀层厚规格要求
	/

	
	
	
	孔铜
	(1)各区域0.8mil以上;量测平均厚度在1mil以上
(2)盲孔局部区域0.7mil以上;量测平均厚度在0.8mil以上
(3)埋孔局部局域0.5mil以上; 量测平均厚度在0.6mil以上
	/

	
	
	
	镍
	量测平均值在150 µin以上
	/

	
	
	
	金
	(1)电镀金：量测平均值在15 µin以上
(2)化学金：量测平均值在3 µin以上.
	/

	
	
	
	防焊油墨
	(1)一般区域至少0.4mil以上
(2)Pad转角或独立线路至少0.2mil以上
	/

	
	
	介电质
耐电压
	(1)所施加电压之间距3mil以上; 电压500vdc (+15/-0)，时间30秒(+3/-0)
(2)所施加电压之间距3mil以下; 电压200vdc (+15/-0)，时间30秒(+3/-0)
	在耐电压测试工步进行备注测试参数：
(1)芯板厚度为3mil以上; 电压500vdc (+15/-0)，时间30秒(+3/-0)
(2)芯板厚度为3mil以下; 电压200vdc (+15/-0)，时间30秒(+3/-0)


WinWay-Riser加工检验标准与量测手法（补充电测要求）

6.1销售通过销售模板传递终端信息是WinWay-Riser（终端代码V3Q3-004）；

6.2工程在电测工步MI指示上备注测试参数：250V@500Mohm。

预审部分：

CAM部分：  
